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Abstract (en)
[origin: US2001028858A1] In accordance with the invention, the vacuum pump cooling system includes tubes expanded along their entire length
in bores through the vacuum pump body. The tubes can be made of stainless steel, and inserted into a vacuum pump body made of cast iron. This
prevents the risk of corrosion of the vacuum pump body by a cooling liquid passing through the tubes to cool the vacuum pump body.

Abstract (fr)
Selon l'invention, le système de refroidissement de pompe à vide comprend des tubes (8, 9) dudgeonnés selon toute leur longueur dans des
alésages (6, 7) traversants du corps de pompe à vide (1). Les tubes (8, 9) peuvent être en acier inoxydable, engagés dans un corps de pompe à
vide (1) en fonte. On évite ainsi tout risque de corrosion du corps de pompe à vide (1) par un liquide de refroidissement traversant les tubes (8, 9)
pour refroidir le corps de pompe à vide (1). <IMAGE>
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